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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成24年5月17日(2012.5.17)

【公表番号】特表2011-525698(P2011-525698A)
【公表日】平成23年9月22日(2011.9.22)
【年通号数】公開・登録公報2011-038
【出願番号】特願2011-510606(P2011-510606)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  31/04     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  27/34     (2006.01)
   Ｃ０８Ｊ   5/18     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  27/20     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  79/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  31/04    　　　Ｅ
   Ｂ３２Ｂ  27/34    　　　　
   Ｃ０８Ｊ   5/18    ＣＦＧ　
   Ｂ３２Ｂ  27/20    　　　Ｚ
   Ｃ０８Ｌ  79/08    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成24年3月26日(2012.3.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ａ）ポリイミドフィルムであって
　　ａ）ポリイミドフィルムの４０～９５重量パーセントの量の芳香族ポリイミドであっ
て：
　　　ｉ）少なくとも１種の芳香族二無水物であって、その少なくとも８５モルパーセン
トが剛直性タイプ二無水物である芳香族二無水物、および
　　　ｉｉ）少なくとも１種の芳香族ジアミンであって、その少なくとも８５モルパーセ
ントが剛直性タイプジアミンである芳香族ジアミン
　　から誘導されるポリイミドと
　　ｂ）充填材であって：
　　　ｉ）少なくとも１つの寸法が８００ナノメートル未満であり；
　　　ｉｉ）３：１を超えるアスペクト比を有し；
　　　ｉｉｉ）すべての寸法がポリイミドフィルムの厚さ未満であり；および
　　　ｉｖ）ポリイミドフィルムの総重量の５～６０重量パーセントの量で存在する
　　充填材と
　を含む、８～１５０ミクロンの厚さを有するポリイミドフィルムと、
　Ｂ）吸光体層と、
　Ｃ）前記ポリイミドフィルムによって支持されている電極であって、吸光体層とポリイ
ミドフィルムとの間にあり、および吸光体層と電気的に連通する電極と
を備えるアセンブリ。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９３】
　量、濃度、または、他の値もしくはパラメータが範囲、好ましい範囲、または上方値お
よび下方値の列挙として記載されている場合、これは、範囲が個別に開示されているかど
うかに関わらず、いずれかの範囲上限または好ましい上方値と、いずれかの範囲下限また
は好ましい下方値とのいずれかの対から形成されるすべての範囲を特に開示していると理
解されるべきである。本明細書において数値の範囲が言及されている場合、他に明記され
ていない限りにおいて、この範囲は、その端点、および、範囲内のすべての整数および少
数を含むことが意図される。本発明の範囲が、範囲が定義される場合において特定の値に
限定されることは意図されない。
　以下に、本発明の好ましい態様を示す。
［１］　Ａ）ポリイミドフィルムであって
　　ａ）ポリイミドフィルムの４０～９５重量パーセントの量の芳香族ポリイミドであっ
て：
　　　ｉ）少なくとも１種の芳香族二無水物であって、その少なくとも８５モルパーセン
トが剛直性タイプ二無水物である芳香族二無水物、および
　　　ｉｉ）少なくとも１種の芳香族ジアミンであって、その少なくとも８５モルパーセ
ントが剛直性タイプジアミンである芳香族ジアミン
　　から誘導されるポリイミドと
　　ｂ）充填材であって：
　　　ｉ）少なくとも１つの寸法が８００ナノメートル未満であり；
　　　ｉｉ）３：１を超えるアスペクト比を有し；
　　　ｉｉｉ）すべての寸法がポリイミドフィルムの厚さ未満であり；および
　　　ｉｖ）ポリイミドフィルムの総重量の５～６０重量パーセントの量で存在する
　　充填材と
　を含む、８～１５０ミクロンの厚さを有するポリイミドフィルムと、
　Ｂ）吸光体層と、
　Ｃ）前記ポリイミドフィルムによって支持されている電極であって、吸光体層とポリイ
ミドフィルムとの間にあり、および吸光体層と電気的に連通する電極と
を備えるアセンブリ。
［２］　充填材が小板、針様または繊維状であり、および吸光体層がＣＩＧＳ／ＣＩＳ吸
光体層である、［１］に記載のアセンブリ。
［３］　充填材が針様または繊維状であり、およびアセンブリが、複数の一体集積型ＣＩ
ＧＳ／ＣＩＳ光起電力電池をさらに備える、［１］に記載のアセンブリ。
［４］　充填材が、少なくとも１つの寸法で６００ｎｍ未満であり、およびアセンブリが
、複数の一体集積型ＣＩＧＳ／ＣＩＳ光起電力電池をさらに備える、［１］に記載のアセ
ンブリ。
［５］　充填材が、少なくとも１つの寸法で４００ｎｍ未満であり、およびアセンブリが
、複数の一体集積型ＣＩＧＳ／ＣＩＳ光起電力電池をさらに備える、［１］に記載のアセ
ンブリ。
［６］　充填材が、少なくとも１つの寸法で２００ｎｍ未満であり、およびアセンブリが
、複数の一体集積型ＣＩＧＳ／ＣＩＳ光起電力電池をさらに備える、［１］に記載のアセ
ンブリ。
［７］　充填材が、酸化物、窒化物、炭化物およびこれらの組み合わせからなる群から選
択され、およびアセンブリが、複数の一体集積型ＣＩＧＳ／ＣＩＳ光起電力電池をさらに
備える、［１］に記載のアセンブリ。
［８］　充填材が、酸素と、アルミニウム、ケイ素、チタン、マグネシウムおよびこれら
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の組み合わせからなる群の少なくとも１種の構成要素とを含む、［１］に記載のアセンブ
リ。
［９］　充填材が小板タルクを含む、［１］に記載のアセンブリ。
［１０］　充填材が針状の二酸化チタンを含む、［１］に記載のアセンブリ。
［１１］　充填材が、その少なくとも一部が酸化アルミニウムでコートされている針状の
二酸化チタンを含む、［１］に記載のアセンブリ。
［１２］　ａ）剛直性タイプ二無水物が、３，３’，４，４’－ビフェニルテトラカルボ
ン酸二無水物（ＢＰＤＡ）、ピロメリト酸二無水物（ＰＭＤＡ）、およびこれらの混合物
からなる群から選択され；ならびに、
　ｂ）剛直性タイプジアミンが、１，４－ジアミノベンゼン（ＰＰＤ）、４，４’－ジア
ミノビフェニル、２，２’－ビス（トリフルオロメチル）ベンジデン（ＴＦＭＢ）、１，
５－ナフタレンジアミン、１，４－ナフタレンジアミン、およびこれらの混合物から選択
される、［１］に記載のアセンブリ。
［１３］　ジアミンの少なくとも５０モルパーセントが１，５－ナフタレンジアミンであ
る、［１］に記載のアセンブリ。
［１４］　ポリイミドフィルムが、カップリング剤、分散剤またはこれらの組み合わせを
含む、［１］に記載のアセンブリ。
［１５］　充填材が、酸化物、窒化物、炭化物およびこれらの混合物からなる群から選択
され、およびポリイミドフィルムが以下の特性：（ｉ）３００℃を超えるＴｇ、（ｉｉ）
５００ボルト／２５．４ミクロンを超える誘電強度、（ｉｉｉ）５００℃で３０分間の間
に不活性条件下で１％未満の等温性重量損失、（ｉｖ）２５ｐｐｍ／℃未満の面内ＣＴＥ
、（ｖ）１０×（１０）－６／分未満の絶対値無応力残留勾配、および（ｖｉ）７．４～
８ＭＰａで１％未満のｅｍａｘのうち少なくとも１つを有する、［１］に記載のアセンブ
リ。
［１６］　充填材が、酸化物、窒化物、炭化物およびこれらの混合物からなる群から選択
され、およびポリイミドフィルムが、以下の特性：（ｉ）３００℃を超えるＴｇ、（ｉｉ
）５００ボルト／２５．４ミクロンを超える誘電強度、（ｉｉｉ）５００℃で３０分間の
間に不活性条件下で１％未満の等温性重量損失、（ｉｖ）２５ｐｐｍ／℃未満の面内ＣＴ
Ｅ、（ｖ）１０×（１０）－６／分未満の絶対値無応力残留勾配、および（ｖｉ）７．４
～８ＭＰａで１％未満のｅｍａｘのうち少なくとも２つを有する、［１］に記載のアセン
ブリ。
［１７］　充填材が、酸化物、窒化物、炭化物およびこれらの混合物からなる群から選択
され、およびポリイミドフィルムが、以下の特性：（ｉ）３００℃を超えるＴｇ、（ｉｉ
）５００ボルト／２５．４ミクロンを超える誘電強度、（ｉｉｉ）５００℃で３０分間の
間に不活性条件下で１％未満の等温性重量損失、（ｉｖ）２５ｐｐｍ／℃未満の面内ＣＴ
Ｅ、（ｖ）１０×（１０）－６／分未満の絶対値無応力残留勾配、および（ｖｉ）７．４
～８ＭＰａで１％未満のｅｍａｘのうち少なくとも３つを有する、［１］に記載のアセン
ブリ。
［１８］　充填材が、酸化物、窒化物、炭化物およびこれらの混合物からなる群から選択
され、およびポリイミドフィルムが、以下の特性：（ｉ）３００℃を超えるＴｇ、（ｉｉ
）５００ボルト／２５．４ミクロンを超える誘電強度、（ｉｉｉ）５００℃で３０分間の
間に不活性条件下で１％未満の等温性重量損失、（ｉｖ）２５ｐｐｍ／℃未満の面内ＣＴ
Ｅ、（ｖ）１０×（１０）－６／分未満の絶対値無応力残留勾配、および（ｖｉ）７．４
～８ＭＰａで１％未満のｅｍａｘのうち少なくとも４つを有する、［１］に記載のアセン
ブリ。
［１９］　充填材が、酸化物、窒化物、炭化物およびこれらの混合物からなる群から選択
され、およびポリイミドフィルムが、以下の特性：（ｉ）３００℃を超えるＴｇ、（ｉｉ
）５００ボルト／２５．４ミクロンを超える誘電強度、（ｉｉｉ）５００℃で３０分間の
間に不活性条件下で１％未満の等温性重量損失、（ｉｖ）２５ｐｐｍ／℃未満の面内ＣＴ
Ｅ、（ｖ）１０×（１０）－６／分未満の絶対値無応力残留勾配、および（ｖｉ）７．４



(4) JP 2011-525698 A5 2012.5.17

～８ＭＰａで１％未満のｅｍａｘのうち少なくとも５つを有する、［１］に記載のアセン
ブリ。
［２０］　充填材が、酸化物、窒化物、炭化物およびこれらの混合物からなる群から選択
され、およびポリイミドフィルムが、以下の特性：（ｉ）３００℃を超えるＴｇ、（ｉｉ
）５００ボルト／２５．４ミクロンを超える誘電強度、（ｉｉｉ）５００℃で３０分間の
間に不活性条件下で１％未満の等温性重量損失、（ｉｖ）２５ｐｐｍ／℃未満の面内ＣＴ
Ｅ、（ｖ）１０×（１０）－６／分未満の絶対値無応力残留勾配、および（ｖｉ）７．４
～８ＭＰａで１％未満のｅｍａｘを有する、［１］に記載のアセンブリ。
［２１］　ポリイミドフィルムが２つ以上の層を備える、［１］に記載のアセンブリ。
［２２］　ポリイミドフィルムが、熱的に安定な無機物：織物、紙、シート、スクリムま
たはこれらの組み合わせで強化されている、［１］に記載のアセンブリ。


	header
	written-amendment

